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Calentamiento Al Vacio Catalogo

Contact us for more catalogs of Prensa de laboratorio, Equipos de prueba de
baterias y electroquimica, Equipo de fabricacién de electrodos, Equipo de
ensamblaje y llenado de celdas, Consumibles y materiales para laboratorio de
baterias, etc.



Solution for researching

KINTEK SOLUTION

PERFIL DE LA EMPRESA
>>> Sobr e nosotr 0s

KINTEK Solution es una empresa innovadora impulsada por la tecnologia, especializada
en equipos de laboratorio integrales para la investigacién y el desarrollo de baterias y la
investigacién de materiales avanzados. Nuestro portafolio abarca todo el flujo de
fabricacién de celdas: desde la mezcla, el recubrimiento y el prensado de precisién
(automadtico, con calentamiento e isostatico) hasta el ensamblaje y las pruebas de
celdas. Nuestros sistemas también son esenciales en la cerdmica y la pulvimetalurgia, y
priorizan la precisién, la seguridad y la repetibilidad, permitiendo a investigadores y

laboratorios industriales lograr resultados revolucionarios.

5]
)

| “llﬂlﬂl - l
|
.llfnuii!.lli

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com



mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

Solution for researching

Prensa Hidraulica Calentada Con Placas Calentadas Para Caja
De Vacio Prensa Caliente De Laboratorio

Numero de articulo: PCVM

Rango de presion

Proceso de presurizacién
Temperatura de calentamiento
Placa de calentamiento
Material de la caja de vacio
Tamafio del estudio

Tamafio de la puerta

Grado de vacio

Dimensiones (LxAxH)

Alimentacién eléctrica

Introduccion

Mejore la precisién en el laboratorio con la
prensa de vacio calefactada de KINTEK para
obtener muestras uniformes y sin oxidacion.
Ideal para materiales sensibles. jObtenga
asesoramiento experto ahora!

Aprende méas

Modelo de aparato PCVM-10T

0-10,0 toneladas

Presurizacién manual

Méximo 500°C

180x180mm, 200x200mm (opciones personalizables disponibles)
SUS 304 (acero inoxidable)

400x400x400mm

300x350mm

-0,1MPa

450x550x850mm

220V 50Hz (opcién de 110V disponible)
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Prensa De Vacio Caliente Programable De Sobremesa
Compacta Para Union De Electrodos De Baterias Y
Procesamiento De Materiales

Numero de articulo: XP30

Introduccion

Prensa de vacio caliente programable de
sobremesa que ofrece una fuerza hidraulica de
10 toneladas, control de temperatura PID de
precisiéon hasta 500 °C y un ambiente de vacio o
gas inerte. Disefiada para la unién de electrodos
de baterias, laminacién de polimeros e
investigacion de materiales avanzados en un
formato compacto de sobremesa.

Aprende més

. . Laminacién de materiales de catodo/anodo sobre colectores de Contacto uniforme y oxidacién minima, mejorando el rendimiento
Unién de electrodos de baterias . ) ., . ) L L
corriente bajo calor y presién en vacio o gas inerte. electroquimico y la vida util.
Prensado de electrolitos de estado Compactacién y sinterizacién de polvos de electrolito sélido en Alta densidad y porosidad reducida mejoran la conductividad iénica
sélido pastillas densas para baterias de préxima generacién. y la estabilidad mecanica.
L . Unién de peliculas o ldminas de polimero para empaquetado El control preciso de temperatura/presion evita burbujas y
Laminacién de polimeros . . e . . . A . . - . . -
electrénico, dispositivos médicos o pantallas flexibles. delaminacién, garantizando claridad éptica y resistencia de unién.

Consolidacién de preimpregnados de metal, cerdmica o fibra de

Fabricacién de materiales compuestos o
carbono en paneles compuestos de alto rendimiento.

Compactacién de polvos para Compactacién de polvos metdlicos o cerdamicos en preformas de Logra alta densidad en verde y uniformidad, reduciendo la
metalurgia forma cercana a la neta bajo vacio para evitar la oxidacion. contraccién y la distorsién durante la sinterizacion.
Prensado en caliente de MEA Unién de la membrana de intercambio de protones a las capas La distribucidn precisa de presion y la atmdsfera inerte preservan la
(Ensamblaje de Membrana-Electrodo)  de catalizador en la fabricacién de celdas de combustible. actividad del catalizador y la integridad de la membrana.

X L, L. Densificacion asistida por presion de ceramicas técnicas como Reduce la temperatura de sinterizacion y el tiempo de permanencia
Sinterizacién de cerdmicas avanzadas L ) . K L . ach

alumina, circonia o nitruro de silicio. logrando una densidad cercana a la tedrica.
Designacién del modelo XP30-STD XP30-HT Médulo térmico seleccionable
Temperatura de trabajo de la Control programable por pantalla tactil
P ) RT - 300 °C RT - 500 °C prog porp
placa PID
Potencia del calentador 2400 W = 3600 W Elementos calefactores simétricos
Presién de trabajo maxima =< 10 Toneladas (100 kN) =< 10 Toneladas (100 kN) Clasificada en estado ambiente (frio)
L. Controlador de pantalla téctil con Controlador de pantalla téctil con .
Control de presién L. L, Programable multipunto
autocompensacion autocompensacion
Dimensiones de la placa 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm Placas calefactoras duales
Optimizado para muestras de perfil

Abertura de la placa (Luz) 60 mm 60 mm P P P

delgado
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Nivel de vacio (Relativo) =<-0,1 MPa =<-0,1 MPa Medido en el manémetro de la cdmara

Alcanzable con estacién de bomba

Nivel de vacio (Absoluto) — Hasta 1x10-3 Torr
externa

Compatibilidad de gas

P . 9 Nz / Ar N2 / Ar Purga y retrollenado de gas inerte
atmosférico
Método de enfriamiento Refrigeracién por agua circulante Refrigeracién por agua circulante Canales de agua en placa integrados
Suministro eléctrico AC 220V / 60Hz AC 208V - 220V / 60Hz Red 60Hz, monofésica
Certificacion de seguridad CE CE Certificado completamente

Guantes de alta
ET T ) Bomba incluida Temp. max. " Recomendado para
temperatura

. 300 °C (XP30- . Laboratorios con presupuesto ajustado que tienen
Base Solo puerto externo (sin bomba) Opcional . .
STD) bomba de vacio existente
Estacion de bomba Estacién de bomba de paletas rotativas de alto 500 °C (XP30- Opcional Aplicaciones que requieren aislamiento limpio o vacio
externa rendimiento externa HT) P profundo
A . . 500 °C (XP30- ) Operaciones auténomas y "llave en mano" con espacio
Integrado estandar Bomba de paletas rotativas integrada HT) ( Incluidos (1 par) m?nimo Y B
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Prensa Hidraulica Calefactada Con Placas Calefactoras Para
Prensa En Caliente De Laboratorio Con Caja De Vacio

Numero de articulo: PCV

Introduccion

La Prensa Hidraulica de Laboratorio Calefactada
KINTEK con Caja de Vacio garantiza una
preparacion de muestras precisa. Compacta,
duradera y con control de presién digital para
resultados superiores.

Aprende méas

Modelo del instrumento PCV-10T1818 PCV-10T2020

Rango de presion 0-10.0 toneladas 0-10.0 toneladas

Proceso de presurizacion Presurizacién manual Presurizacién manual
Temperatura de calentamiento Méaximo 500°C Méaximo 500°C

Placa calefactora 180x180mm 200x200mm

Material de la caja de vacio SUS 304 (acero inoxidable) SUS 304 (acero inoxidable)
Tamarno del estudio 400x400x400mm 400x100x400mm
Tamarno de la puerta 300x350mm 300x350mm

Grado de vacio -0.1MPa -0.1MPa

Dimensiones 450x550x850(LxAnxAl) 450x550x850(LxAnxAl)

Fuente de alimentaciéon 220V 50Hz (puede soportar 110V) 220V 50Hz (puede soportar 110V)
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Prensa En Caliente Al Vacio De 40 Toneladas Y 400X400Mm Con
Control Independiente De Temperatura Y Presion

Numero de articulo: XP24

Introduccion

Prensa en caliente al vacio de 40 toneladas con
platinas de 400x400 mm, cdmara de alto vacio,
doble entrada de gas y perfiles programables
de temperatura-presién para un procesamiento
de materiales de precisién. Ideal para
investigacion en baterias, ceramica, composites
y polimeros. Diseflada para entornos de
laboratorio exigentes con calentamiento

uniforme y bastidor de estructura cerrada.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio Clave

Densificacién de Electrodos para
Baterfas de lones de Litio

Laminacién de Capas para
Baterias de Estado Sélido

Sinterizacién de Ceramica
Avanzada

Compactacién de Metalurgia de
Polvos

Moldeo de CFRP y Composites

Fabricacién de Chips
Microfluidicos

Unién de Blancos de
Pulverizacién Catédica

Procesamiento de Polimeros de
Alto Rendimiento

Prensado en caliente al vacio de peliculas de catodo/anodo (ej. NMC, LFP)
para lograr la porosidad objetivo y mejorar la conductividad eléctrica.

Laminacién de separadores electroliticos con dnodos de metal de litio bajo
vacio para evitar huecos interfaciales y oxidacién.

Densificacion asistida por presion de ceramicas técnicas (alimina, circonia,
carburo de silicio) a alta temperatura en vacio o gas inerte.

Compresién de polvos metélicos o de aleacidn en preformas de forma casi
neta con porosidad reducida, seguida de sinterizacion.

Curado de preimpregnados reforzados con fibra de carbono bajo calor y
presion mientras el vacio evacua el aire para eliminar la delaminacién.

Grabado en caliente de sustratos termoplésticos (PMMA, COC) utilizando
moldes mecanizados con precisién bajo vacio para una replicacion libre de
burbujas.

Unién de indio u otras capas de unién entre el material del blanco y la
placa de soporte bajo calor y presién controlados en vacio.

Moldeo por compresién de PEEK, PEKK y otros termoplasticos de alta
temperatura bajo vacio para prevenir degradacién oxidativa.

La fuerza de compactacién uniforme elimina gradientes de
densidad, aumentando la densidad energética y la vida Util del
ciclo.

Las interfaces de unién ultra limpias aseguran baja resistencia
idnica y una seguridad celular superior.

Alcanza densidades cercanas a la teérica con estructura de
grano fino, mejorando la resistencia mecanica y al desgaste.

La alta densidad en verde conduce a una mejor homogeneidad
del material y menos contraccién durante la sinterizacién.

Piezas estructurales ligeras con contenido minimo de huecos
para aplicaciones aeroespaciales y automotrices.

Transferencia de caracteristicas de alta fidelidad hasta
dimensiones micrométricas, esencial para dispositivos lab-on-
a-chip.

Alta integridad de unién y conductividad térmica para carreras
de deposicién de pelicula delgada confiables.

Propiedades mecanicas y acabado superficial consistentes para
componentes médicos o semiconductores exigentes.

m Parametro Especificacion

General Modelo

Fuerza Presién Maxima de Trabajo
Area Efectiva de la Platina

Planicidad de la Superficie de la

Platina

Disefio del Bastidor de Carga

Térmico Rango de Temperatura

XP24

400 x 400 mm

= 0,05 mm en toda la superficie

0-40 Toneladas (0-400 kN), ajustable continuamente mediante control de presién de precisién hidraulico

Bastidor rigido de cuatro columnas de estructura cerrada, peso neto 600 kg, deformacién eldstica minima a plena carga

Temperatura ambiente a 300°C (temperatura méxima de disefio 320°C)
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Vacio y Atmésfera

Utilidades e
Instalacién

Potencia de Calentamiento

Tasa de Calentamiento

Sistema de Refrigeracion

Proteccién Térmica
Material de la Cdmara
Nivel de Vacio
Deteccién de Fugas

Suministro de Gas

Requisito de Energia

Requisito de Bomba de Vacio

Dimensiones Externas
(AnxPrxAl)

Peso Neto

Interfaz de Agua Refrigerante

NI NTENK

Solution for researching

5,5 kW (5500 W), 380V trifasico, matriz de elementos calefactores resistivos
2-5°C/min, dependiente de la masa térmica de la herramienta y la muestra

Canales duales integrados de refrigeraciéon por agua en las platinas; requiere enfriador externo (capacidad recomendada
=2,0 kW, agua a 15-25°C)

Barreras aislantes entre las platinas calentadas y la hidraulica previenen la migracién de calor

Acero inoxidable SUS304, paredes gruesas, pulido interior a espejo para baja desgasificacion

Vacio estético de hasta -0,1 MPa (aprox. 10 Pa) mediante bomba de vacio externa

Prueba de integridad de la cdmara con nitrégeno a alta presién y espectrémetro de masas de helio

Dos canales independientes para Nz/Ar con control de microflujo de precisién y valvula de escape de seguridad

AC 380V, 50Hz, trifésico + neutro + PE (5 hilos); interruptor automéatico recomendado 16A, 3P+N+PE con proteccién
diferencial; seccién del cable =4 mm? de cobre

Bomba externa con desplazamiento =4 L/s, se recomienda tipo filtro de niebla de aceite o tipo scroll seco
900 x 850 x 1300 mm (de pie, requiere suelo de hormigén sélido y nivelado)

Aprox. 600 kg

Récores de conexién rapida para conexién a enfriador externo
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Sistema Programable De Prensa Térmica De Vacio De
Sobremesa Para La Sintesis De Materiales Avanzados

Numero de articulo: XP35

Introduccion

Prensa térmica de vacio programable de
KINTEK: prensa hidraulica de sobremesa de 10
toneladas con vacio/gas inerte, configuraciones
de 400°C y 800°C para laminaciéon de baterias,
unién por difusion y metalurgia de polvos.

Aprende méas

Laminacion de celdas tipo
pouch de baterias

Laminacién de peliculas de
polimeros y encapsulacién

Compactacién en metalurgia
de polvos

Unién por difusiéon de
aleaciones avanzadas

Laminacién de compuestos de
matriz cerdmica

Sintesis de materiales
termoeléctricos y
piezoeléctricos

Laminacién al vacio de
encapsulantes de células
solares

Sellado hermético de
paquetes MEMS y sensores

Unién y sellado de electrodos y separadores de baterias de iones de
litio bajo temperatura, presion y gas inerte precisos.

Unién multicapa para electrdnica flexible, peliculas 6pticas o envases
de barrera utilizando calor y fuerza controlados.

Prensado uniaxial de polvos metalicos o ceramicos en cuerpos verdes
de alta densidad, a menudo seguido de sinterizacidn in situ bajo vacio o
gas inerte.

Unién en estado sélido de metales disimiles o aleaciones de alta
temperatura a temperaturas elevadas en un entorno de vacio limpio.

Consolidacién de preimpregnados cerdmicos o cintas verdes reforzadas
con fibra bajo calor y presion.

Procesamiento de materiales funcionales novedosos bajo condiciones
térmicas y atmosféricas controladas con precision.

Unién de capas encapsulantes en células fotovoltaicas con minima
degradacion térmica.

Sellado asistido por vacio de sistemas microelectromecanicos (MEMS) o
paquetes de sensores dpticos bajo gas inerte.

Elimina vacios, previene la oxidacion en las interfaces de los
electrodos y mejora la impedancia y la longevidad de la celda.

Logra uniones dpticamente claras y sin defectos con espesor
consistente y estrés residual cero.

Aumenta la densidad sinterizada, reduce |la porosidad y mejora la
resistencia mecénica y la conductividad eléctrica.

Crea interfaces de alta integridad y sin contaminacién para
componentes aeroespaciales, nucleares y médicos.

Asegura una distribucién uniforme de resina, contenido minimo de
vacios y mejora la resistencia al corte interlaminar para aplicaciones
estructurales exigentes.

Permite la formacién de fases reproducible y la densificacién, critico
para optimizar la conversion de energia y el rendimiento de los
sensores.

Protege contra la entrada de humedad y mejora la confiabilidad del
médulo en instalaciones exteriores.

Logra sellos herméticos con atmésfera interna controlada,
extendiendo la vida (til y precision del dispositivo.

Ediciéon Estandar XP35 Edicion de Alta Temperatura Extrema XP35

Presién maxima de trabajo

Temperatura maxima del
plato

Material del plato

Potencia de calefaccion
nominal

Dimensiones del plato

Apertura del plato (Luz)

Hasta 10 Toneladas (100 kN)

=400°C

Acero estandar para herramientas/matrizes

=3200W

150 mm x 150 mm

=60mm

Hasta 10 Toneladas (100 kN)

=800°C

Superaleacion basada en Niquel

4500w

150 mm x 150 mm

50 mm
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Ediciéon Estandar XP35 Edicion de Alta Temperatura Extrema XP35

L, Pantalla tactil programable (auto-presurizar, mantener, liberaciéon Pantalla tactil programable (auto-presurizar, mantener, liberacién
Control de presién . .
temporizada) temporizada)

Nivel de vacio de la cdmara -0,1 MPa (Relativo) -0,1 MPa (Relativo)

Gas atmosférico Nitrégeno (N2) / Argén (Ar) Nitrégeno (Nz) / Argén (Ar)

Material de la cdmara Acero inoxidable SUS 304 Acero inoxidable SUS 304
Cierre automatico de puerta, interbloqueos de sobrepresién

Sistemas de seguridad Alivio estandar de sobrepresion K p q P y
sobrecalentamiento

Suministro eléctrico AC 220V /50 Hz (Monofésico) AC208V -240V/60Hz

Certificacion Conforme CE Conforme CE
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Prensa En Caliente De Vacio Eléctrica De 30T

Numero de articulo: XP23

Aprende méas

Introduccion

La prensa en caliente de vacio eléctrica de
KINTEK estd diseflada para ofrecer un control
preciso de temperatura y presion de hasta
300°C y 30 toneladas, con ambiente de gas
inerte, recetas programables de multiples
etapas y enfriamiento activo rapido, ideal para
la investigacién de baterias y el procesamiento
de materiales avanzados.

Prensado de electrodos de
baterfas de iones de litio

Densificacién de electrolitos de
baterias de estado sélido

Laminacién de compuestos
avanzados

Sinterizado de cerdmicas
técnicas

Fabricaciéon de compuestos de
matriz metélica (MMC)

Embossado en caliente de
peliculas de polimero

Sellado de laminas delgadas

Sintesis de materiales para
1+D

Prensado en caliente de peliculas de catodo y anodo sobre colectores de
corriente para mejorar la adhesion interfacial y la densidad del electrodo.

Compactacion de electrolitos sélidos de sulfuro u 6xido bajo atmésfera de
argdn para lograr una alta conductividad idnica sin contaminacién por
humedad.

Unién multicapa de preimpregnados, peliculas termoplasticas u hojas de
fibra de carbono para prototipos aeroespaciales y automotrices.

Sinterizado asistido por presién de sustratos de alimina, circonia o nitruro
de silicio bajo vacio para eliminar aglutinantes y lograr densidad total.

Prensado en caliente de polvos metélicos (p. €j., Al, Cu) reforzados con
particulas cerdmicas para gestion térmica o componentes resistentes al
desgaste.

Microestructuracién de peliculas termoplasticas para dispositivos
microfluidicos u componentes épticos utilizando platos calentados y fuerza
controlada.

Laminacién de peliculas barrera para encapsulacién de OLED o fotovoltaica
organica en un ambiente libre de humedad y oxigeno.

Exploracién de nuevas formulaciones de materiales y procesos de unién
con definicién flexible de recetas y registro exhaustivo de datos.

La presion y temperatura uniformes eliminan la delaminacién y
reducen la resistencia interna, aumentando el rendimiento de la
celda.

El ambiente inerte preserva la pureza de fase y las propiedades
de transporte iénico.

La presion y el enfriamiento programables aseguran laminados
sin porosidades con un espesor consistente.

La combinacién de extraccién de vacio y perfil térmico preciso
produce piezas de ceramica sin defectos.

El enfriamiento répido después del prensado limita el
crecimiento de grano, mejorando las propiedades mecénicas y
térmicas.

El control preciso de fuerza y temperatura replica caracteristicas
finas con alta fidelidad.

La atmosfera inerte evita la oxidaciéon de capas orgénicas
sensibles durante la unién.

La iteracién répida y la exportacién de datos aceleran el
descubrimiento de materiales y el escalado de procesos.

Subconjunto del sistema Descripcion del parametro Estandar técnico

Modelo

Sistema de presién
Sistema de presién
Sistema de presién
Sistema térmico
Sistema térmico
Sistema térmico

Sistema térmico

- XP23
Fuerza méaxima de trabajo
Dimensiones del plato
Controlador de presién
Temperatura de trabajo
Potencia de calentamiento
Tasa de calentamiento

Controlador de temperatura

0 - 30 Toneladas (0 - 300 kN)

400 x 400 mm

PLC de pantalla tactil programable
Ambiente - 300 °C

5600 W (5,6 kW)

2-5°C/min

PLC de pantalla tactil programable
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Subconjunto del sistema Descripcion del parametro Estandar técnico

Sistema térmico Método de enfriamiento del plato Enfriamiento por agua circulante (canales internos)
Control del ambiente Nivel de vacio -0,1 MPa (configuracion de vacio primario)

Control del ambiente Material de la cdmara de vacio Acero inoxidable SUS 304

Control del ambiente Atmésfera del proceso Gases inertes Nitrégeno (Nz) / Argén (Ar)

Instalacién y servicios Suministro eléctrico CA 220V / 50Hz (380V 3-Fases opcional bajo peticion)
Instalacién y servicios Dimensiones (Camara y armario de control) 550 x 600 x 850 mm
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Prensa En Caliente Automatica De Vacio De 10T Para Prensado

De Precision De Laboratorio

Numero de articulo: XP32

Introduccion

Aprende mas

Prensa en caliente automatica de vacio de
sobremesa de 10T de alta precisién con platos
calientes de 200x200 mm y bomba de vacio
rapida para curado de polimeros, unién de
electrodos de baterias e investigacion de
materiales. Ideal para entornos de laboratorio
que requieren calentamiento uniforme y control
de presién de precisién, certificada CE con
pantalla tactil programable.

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Laminacién de peliculas de
polimero

Unién de electrodos de bateria

Compactacién de polvos (con
troqueles)

Procesamiento de peliculas
delgadas

Sinterizado de cerdmica

Curado de materiales
compuestos

Encapsulado de electrénica
orgénica

Laminacién de laminas o peliculas de polimero bajo calor y vacio para crear
estructuras multicapa.

Unién de materiales de electrodos a colectores de corriente para baterias de
iones de litio o estado sdlido.

Compactacion de polvos metalicos, cerdmicos o compuestos en pastillas densas
utilizando un troquel mas pequefio.

Curado y recocido de peliculas delgadas para aplicaciones de electrénica y
sensores.

Sinterizado en etapa inicial de cuerpos de ceramica en verde bajo calor y presiéon
combinados.

Curado de preimpregnados de fibra de carbono o fibra de vidrio.

Encapsulado de dispositivos electrénicos organicos sensibles bajo atmésfera
inerte.

La presion y la temperatura uniformes evitan la
deformacion y los vacios.

El purgado de gas inerte evita la oxidacién, garantizando
una alta conductividad.

Presién alta de hasta 50.9 MPa alcanzable con troquel
@50 mm.

Control de temperatura preciso hasta 300°C con ambiente
de vacio.

Porosidad reducida y propiedades mecanicas mejoradas.

La distribucién uniforme de la presién garantiza la calidad
de la laminacién.

El ambiente libre de oxigeno extiende la vida util del
dispositivo.

parsmetro Especificacién _

Modelo

Presién méxima de trabajo
Precision de presion
Temp. de trabajo del plato
Potencia de calefaccién
Dimensiones del plato
Apertura del plato (Luz)

Bomba de vacio incluida

Desplazamiento de la bomba de vacio

XP32

=< 10 Toneladas (100 kN)

+ 0.1 Tonelada (1 kN)

Temp. ambiente (RT) - 300 °C

3500 W

200 mm x 200 mm

50 mm

Bomba mecanica de paletas rotativas

240 L/min (8.5 CFM)

Prensa de vacio calentada automatica

Controlado mediante sistema programable
Retroalimentacion de carga de alta precisién
Pantalla tactil PID programable

Matriz de elementos de calefaccién de alta densidad
Platos planos rectificados

Apertura compacta para ciclo de vacio rapido
Inclusién estandar

Capacidad de evacuacién de alta velocidad
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Pardmetro Especificacién _

Nivel de vacio ultimo <-0.1 MPa Presién manométrica relativa
Atmosfera de trabajo Nitrégeno (N2) / Argén (Ar) Compatible con vacio y purgado
Suministro eléctrico CA 208V / 60Hz (Monofasico) Optimizado para instalaciones institucionales de EE. UU.
Certificacion Certificado CE Cumplimiento de seguridad estandar
M Controlador estandar (Incluido) Actualizacion a PLC industrial avanzado (Opcional)

Interfaz Pantalla tactil a color de 7 pulgadas PLC industrial Siemens con pantalla tactil de alta resolucién

Perfilado basico de temperatura PID, entrada de presion objetivo, Perfilado complejo de temperatura/presién de mltiples pasos, almacenamiento de

Funciones Lo fpe . . X . L. s .
rincipales mantenimiento automético, descompresién temporizada recetas (hasta 99 perfiles), retroalimentacién de celda de carga de precision, registro de
P P automatizada datos Ethernet
\deal para Laminacion estandar, curado de polimeros, prensado simple de Investigacion académica, estandares de prueba ASTM, procesos que requieren
P pastillas compensacion de presién paso a paso precisa
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Prensa Caliente De Vacio Automatica De Sobremesa Para

Procesamiento De Materiales Avanzados

Numero de articulo: XP28

Introduccion

Prensa caliente de vacio automética de
sobremesa de alta precisién que entrega 25
toneladas de fuerza, dos platos calefactables de
gran area hasta 300 °C, vacio limpio sin aceite y
prensado programable de multiples etapas para

resultados reproducibles. Perfecta para la
fabricacién de baterias de estado sdélido,
laminacién de peliculas poliméricas y desarrollo

de materiales avanzados.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio Clave

Prensado de Electrolitos para
Baterfas de Estado Sélido

Laminacién de Peliculas
Delgadas de Polimero

Preparacion de Pastillas para
XRF / FTIR

Curado de Compuestos de
Matriz Cerdmica (CMC)

Laminacion y Sellado de
Celdas de Bolsa

Prensado de Paneles
Compuestos para
Aeroespacial

Prensado en Caliente de
Conjuntos de Electrodos de
Membrana (MEA)

Procesamiento de electrolitos sdlidos de sulfuro u 6xido bajo vacio y calor controlado para
unirlos con materiales de electrodo, formando interfaces densas y conductoras de iones. Esto
elimina los vacios que causan impedancia, mejorando el rendimiento general de la celda.

Prensado en caliente de peliculas poliméricas multicapa bajo vacio para encapsular electrénica
flexible o crear sustratos FPC. El entorno de vacio garantiza que no queden burbujas de aire
atrapadas, mientras que el calor y la presién uniformes aumentan la fuerza de unién.

Compactacién de muestras analiticas en polvo en pastillas bajo vacio para evitar la adsorcién de
humedad y oxidacion. Ideal para preparar muestras estables para anélisis espectroscépico
donde la suavidad y consistencia de la superficie son fundamentales.

Prensado en caliente asistido por vacio de telas o preimpregnados infiltrados con polimero
precerdmico para consolidar capas y eliminar compuestos volatiles antes de la pirdlisis a alta
temperatura. Este paso es fundamental para lograr alta densidad en los componentes finales.

Ensamblaje de pilas de separador de electrodos y sellado de peliculas de bolsa de laminado de
aluminio bajo calor y vacio para creacién de prototipos de baterias de iones de litio. El entorno
controlado garantiza un sellado robusto y una compresién uniforme de los electrodos.

Prensado de preimpregnados de fibra de carbono o vidrio bajo vacio para lograr bajo contenido
de vacios y alta fraccién de volumen de fibra para componentes estructurales de aeronaves. El
vacio sin aceite evita la contaminacién que podria comprometer las propiedades mecénicas.

Unién de membranas recubiertas de catalizador con capas de difusion de gas bajo calor y
presién controlados con precisién en vacio, un proceso critico para el rendimiento de pilas de
combustible y electrolizadores.

Logra alta conductividad iénica y cohesién
mecénica sin contaminacion.

Produce laminados uniformes y 6pticamente
transparentes con excelente fuerza de
desprendimiento y fiabilidad.

Entrega pastillas reproducibles y sin
contaminacion para analisis elementales o
estructurales precisos.

Reduce la porosidad y mejora la
densificacién, lo que conduce a propiedades
mecanicas y térmicas superiores.

Crea celdas selladas herméticamente con
contacto de electrodo optimizado,
extendiendo la vida util del ciclo.

Cumple con los estrictos estandares
aeroespaciales de resistencia, peso ligero y
desgasificacion.

Maximiza el drea activa electroquimica y
reduce la resistencia interfacial.

_

Modelo

Carga Maxima de Disefio
Rango de Control de Fuerza

Resolucién de Fuerza

Programa de Prensado

XP28

25 Toneladas (250 kN)
0.3T - 25T
+0.01T

Autopresurizacién, presurizaciéon escalonada, mantenimiento automatico, compensacion
de presién, descompresién temporizada

Prensa caliente de vacio y calentamiento
automdtica

Control servo-hidraulico automatico
La presiéon minima ajustable es 0.3T
Control paso a paso de alta resolucién

Los tiempos de etapa son ilimitados y
configurables
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_

Célculo de Estrés en Tiempo
Real

Nivel de Vacio

Configuracién de Bomba de
Vacio

Rango de Temperatura de
Calentamiento

Control de Temperatura

Tamafio del Plato (Cada uno)

Espacio entre Platos (Luz Libre)

Método de Enfriamiento

Suministro Eléctrico

Caracteristicas de Seguridad

Certificacion

Conversién automética a MPa

-0.1 MPa

Bomba de vacio seca eléctrica resistente a productos quimicos

Temperatura Ambiente (TA) hasta =300 °C

Calentamiento y mantenimiento multietapa programables

180 mm x 180 mm

= 60 mm

Enfriamiento natural
Monoféasico AC 220V * 16%, 50Hz

Liberacion automatica de sobrepresion + parada de emergencia + alerta visual de alta
temperatura

Certificado CE

NI NTENK

Solution for researching

Ingrese el didmetro del troquel/molde por
pantalla tactil

Presién manométrica relativa

Inclusién estandar (sin aceite)

Pasos de 0.1 °C

Tiempos de mantenimiento de etapa ilimitados
Dos platos calefactables

Disefiado para moldes planos, peliculas y
laminas

Enfriador de aire forzado o de agua opcional
Cumple con normativas de HK e internacionales

La advertencia de alta temperatura se activa
por encima de 50 °C
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Prensa En Caliente De Vacio Automatica De 15 Toneladas Con
Platos Calentados De 200X200 Mm Y Refrigeracion Por Agua

Numero de articulo: XP33

Introduccion

Aprende més

Descubra la prensa en caliente de vacio
automatica de 15 toneladas de KINTEK: platos
calentados de 200x200 mm (hasta 500 °C),
control PID preciso, refrigeraciéon por agua y
cadmara de acero inoxidable SUS 304 para
procesamiento en vacio o con gas inerte; ideal
para células de bateria en pouch, laminacién de
polimeros y unién por difusién.

Laminacién de células
de bateria en pouch

Laminacién de
peliculas de polimero

Unién por difusién

Compactacion y
sinterizado de polvos

Curado de materiales
compuestos

Ensamblaje de
electrénica flexible

La laminacién de células en pouch para baterias de iones de litio o de estado sélido requiere
presion y calor uniformes para unir las capas sin danar el electrolito. La capacidad de vacio elimina
la humedad y los gases, previniendo la delaminacién y mejorando la longevidad de la celda.

Lamine Idmina de polimero o peliculas compuestas para encapsulado electrénico, empaque médico
o pantallas flexibles bajo temperatura y presién controladas.

Una metales, aleaciones o ceramicas a temperaturas elevadas bajo alto vacio sin fundir, creando
enlaces de difusién atémica.

Comprima polvos metélicos o cerdmicos en un molde bajo vacio y calor para formar pastillas
densas o preformas.

Cure compuestos avanzados reforzados con fibra con perfiles de presién y temperatura precisos en
una atmésfera inerte.

Lamine y encapsule circuitos flexibles, pantallas OLED o sensores de pelicula delgada con
adhesivos activados por calor bajo vacio.

Elimina la delaminacién, mejora la conductividad
idnica y extiende la vida util del ciclo.

Produce uniones sin burbujas y de alta claridad
con un control preciso del espesor.

Logra interfaces de alta resistencia y sin poros,
ideales para intercambiadores de calor y
dispositivos microfluidicos.

Mejora la densidad, reduce la porosidad y mejora
las propiedades mecanicas y eléctricas.

Optimiza el entrecruzamiento, previene la
oxidacion y garantiza laminados sin poros.

Mantiene la alineacién, elimina defectos de
desgasificacién y protege componentes
sensibles.

Modelo

Presién méaxima de trabajo
Temperatura de trabajo del plato
Potencia de calentamiento
Dimensiones del plato

Abertura del plato (Luz)

Bomba de vacio incluida

Nivel de vacio (Relativo)

Material de la cdmara

Compatibilidad con gas atmosférico

XP33

=< 15 Toneladas (150 kN)

3000 W

200 mm x 200 mm

50 mm

Bomba de vacio de paletas rotativas (estandar)
<-0,1 MPa

Acero inoxidable SUS 304

Nitrégeno (Nz) / Argén (Ar)

Temperatura ambiente - 500 °C, pantalla tactil PID programable
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Método de enfriamiento Refrigeracién por agua circulante (ambos platos)
Dimensiones externas 650 x 492 x 725 mm

Peso neto 235 kg

Suministro eléctrico CA 220V / 50Hz, Monofésico
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Sistema De Prensa Caliente De Alto Vacio De 15T Para Unidon

Por Difusion Y Sinterizado

Numero de articulo: XP31

Aprende mas

Introduccion

El sistema de prensa caliente de alto vacio de
15T ofrece un calentamiento preciso de 500 °C
y un rendimiento de alto vacio mediante bomba
turbomolecular, alcanzando 6x10-* Pa para la
unién por difusion, sinterizado y procesamiento
de materiales avanzados sensibles al oxigeno.
Ideal para laboratorios de investigacion.
Contacte a KINTEK para solicitar un
presupuesto.

Aplicacion Descripcion Beneficio Clave

Unidn por Difusién de
Microinterfaces

Sinterizado de Cerédmicas
Sensibles al Oxigeno

Compactos de Microperlas de Alta
Presién

Procesamiento de Materiales
Termoeléctricos

Compactacion de Electrodos de
Baterfa

Densificacién de Aleaciones de
Alta Temperatura

Fabricacién de Compuestos de
Matriz Cerdmica

Encapsulado de Dispositivos
Semiconductores

Unién al vacio de semiconductores de pelicula delgada, uniones
termoeléctricas y monocristales sin éxidos interfaciales.

Densificacién de cerdmicas técnicas, nitruros y sulfuros en vacio puro o
atmésfera inerte.

Fabricacién de perlas pequefas y densas para espectroscopia o
ensayos mecanicos usando presiones exactas.

Prensado y sinterizado de aleaciones termoeléctricas al vacio para
evitar cambios composicionales.

Compactacion de materiales de electrodo en atmdsfera controlada para
investigacion de baterias de estado sdlido.

Densificacién de aleaciones refractarias y compuestos mediante la
combinacién de calor y presién.

Infiltracion y consolidacion de preformas ceramicas con matrices de
alta temperatura.

Sellado hermético y unidén de componentes al vacio para garantizar una
fiabilidad a largo plazo.

Logra uniones de alta resistencia y sin contaminacion,
fundamentales para dispositivos electrénicos y foténicos.

Produce componentes de alta densidad y alta pureza con
propiedades mecanicas y eléctricas superiores.

Garantiza densidad uniforme e integridad de fase en la
preparacién de muestras.

Mejora la eficiencia termoeléctrica al preservar la estequiometria
y reducir la conductividad térmica.

Mejora el contacto interfacial y reduce la porosidad, impulsando el
rendimiento electroquimico.

Alcanza una densidad casi tedrica evitando el crecimiento de
grano y la oxidacién.

Crea compuestos densos y sin defectos con tenacidad mecanica
mejorada.

Previene la entrada de humedad y contaminantes, extendiendo la
vida util del dispositivo.

Parametro Especificacion

Modelo

Fuerza Hidraulica Maxima
Tamafo Estandar de Perla/Troquel
Rango de Temperatura de Trabajo
Potencia de Calefaccién

Nivel de Vacio Final

Bombas de Vacio Incluidas

Medidor de Vacio

XP31 - Prensa caliente de alto vacio integrada en gabinete

15 Toneladas (150 kN)

10 mm x 10 mm (consulte las pautas de seguridad de presion a continuacion)

Desde temperatura ambiente hasta 500°C, control programable PID por pantalla tactil

2100 W

6x10~* Pa (alcanzado mediante sistema de bomba turbomolecular + bomba de paletas rotativas)

Bomba turbomolecular + Bomba de paletas rotativas

Medidor digital de alto vacio con lectura en tiempo real
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Material de la Cdmara Acero inoxidable SUS 304

Compatibilidad con Gases para Atmdsfera Nitrégeno (Nz) / Argdn (Ar), compatible con ciclo de vacio y purga
Dimensiones Externas 550 x 560 x 1100 mm

Suministro Eléctrico Monofésico AC 220V / 50Hz
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Prensa En Caliente De Vacio De 25 Toneladas 200X200Mm Con

Control Programable P-T-T

Numero de articulo: XP26

Introduccion

Disefada para aplicaciones de laboratorio
exigentes, esta prensa en caliente de vacio de
escritorio de 25 toneladas proporciona una
sincronizacién P-T-t precisa, un rango de
temperatura de hasta 500°C, atmdsfera de gas
inerte/vacio y adaptacién de potencia,
permitiendo la sinterizacién y unién de alta
densidad en la investigacién de baterias de
estado sélido, cerdmicas y compuestos. Sistema
compacto y certificado CE con desclasificaciéon
dindmica de presién para una fiabilidad a largo
plazo.

Aprende méas

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

1+D de baterfas de Densificaciéon y unién de interfaz sélido-sélido de electrolitos de La alta hermeticidad de la cdmara permite la sinterizaciéon de mantenimiento

estado sélido sulfuro/éxido bajo alta temperatura y presién.

de presion a largo plazo bajo N2/Ar, previniendo la oxidacién del litio activo.

Ceradmicas avanzadas y Sinterizacion por difusién al vacio sin oxigeno de polvos cerdmicosy La cdmara de acero inoxidable SUS304 con vacio de -0.1 MPa elimina

compuestos compuestos de matriz no metélica. rapidamente los gases volatiles para componentes sin defectos.
Electrénica flexible y Laminacion calentada de mdltiples pasos de peliculas de polimeroy La presion de arranque suave programable tan baja como 100g previene la
MLCC condensadores ceramicos multicapa con capas delicadas. fractura de ldminas delgadas y fragiles durante el prensado inicial.

Unién por difusién de Soldadura por difusién atémica de metales/aleaciones distintos bajo  Los platos rectificados de 200x200 mm de alto paralelismo aseguran una
metales vacio de alta temperatura. distribucién uniforme de esfuerzo, minimizando vacios y defectos.
Compactacion de Consolidacién de alta densidad de polvos metélicos, cerdmicos y Elimina los gases atrapados, reduce la porosidad y mejora la resistencia
metalurgia de polvos compuestos bajo vacio. mecanica y la conductividad eléctrica.

Configuracion estandar Configuracién profesional/mejorada

Tamafio del plato 200 x 200 mm

Temperatura maxima 300 °C (enfriamiento natural)
Precisién de control de temperatura =3°C

Tasa maxima de calentamiento =< 3 °C/min

Presién maxima (Estado frio) 25 Toneladas (250 kN)

Presién maxima (Estado caliente) -

500 °C (requiere enfriador recirculante)

=1l°C

15 Toneladas (150 kN) @ 500°C

Precision de control de presion +0.1 Tonelada (retroalimentacién de lazo cerrado) -
Abertura de luz 50 mm 100 mm (adecuado para moldes grandes)
Potencia de calefaccién 1800 W /2400 W 3000 W/ 3500 W
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Configuracion estandar Configuracion profesional/mejorada

Tamafio de la cdmara de vacio
Material de la cdmara

Vacio ultimo

Método de enfriamiento del plato
Interfaz de control

Opciones de suministro eléctrico
Peso neto (aprox.)

Cumplimiento

NI NTENK

Solution for researching

- 400 x 400 x 400 mm

Acero inoxidable SUS 304 -

-0.1 MPa (con bomba de doble etapa de 240 L/min) -

Aire ambiente Enfriador recirculante externo
Pantalla tactil de PLC programable de 7 pulgadas -

AC 220 V /50 Hz AC 110V /60 Hz o AC 440 V/ 60 Hz
270 kg (varia segun la configuracion) -

Certificado CE -
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Prensa En Caliente De Vacio Eléctrica Accionada Por Servo De
Precision Para Investigacion De Baterias Y Procesamiento De
Materiales Avanzados

Numero de articulo: XP22

Introduccion

Prensa en caliente de vacio eléctrica accionada
por servo de precisiéon con chasis compacto de
260 mm, pantalla tactil programable de 7
pulgadas, accionamiento sin aceite y capacidad
de alta temperatura para investigacién de
baterias y consolidacién de materiales
avanzados. Ideal para producir peliculas densas
y uniformes y electrolitos de estado sélido con
un control preciso de presién y temperatura.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Prensado en caliente al vacio de polvos de electrolito de sulfuro u 6xido en
peliculas densas y delgadas bajo temperatura y presion controladas con
precision.

Minimiza las interfaces resistivas y mejora la conductividad
iénica a través de una microestructura uniforme.

Peliculas de electrolito de
bateria de estado sélido

Calandrado de electrodos de  Compresion post-recubrimiento de materiales de catodo y anodo para mejorar el Aumenta la densidad de energia y el rendimiento de
iones de litio contacto del material activo y la densidad bajo vacio. velocidad mientras reduce la resistencia interna de la celda.

Logra una tolerancia de grosor consistente (1 pm) y

Moldeo de separador y Fabricacién de membranas poliméricas microporosas o densas con grosor . - L .

- . A L, planitud de superficie para aplicaciones de separacién
membrana polimérica ajustable mediante moldes con control de separacién. criticas
Laminado de compuestos Unién térmica de multiples capas de peliculas funcionales, ldminas y no tejidos Adhesién interlaminar confiable sin delaminacién, incluso
avanzados para electrénica flexible o embalaje. con materiales diferentes.
Compactacién de polvo Compresién de forma cercana a la neta de preformas cerdmicas bajo vacio, Reduce la porosidad a niveles cercanos a cero, mejorando
ceramico seguida de sinterizado para lograr ceramicas de alta densidad. las propiedades mecanicas y térmicas.

Elimina vacios y deformaciones, produciendo sustratos
perfectamente planos y densos con excelente conductividad
térmica.

Sustratos ceramicos de alto Prensado en caliente al vacio de cintas cerdmicas para aplicaciones de sustrato
rendimiento electrénico.

Plataforma versatil para la sintesis exploratoria de nuevas aleaciones,
termoeléctricos o biomateriales que requieren calentamiento/prensado limpio y
programable.

Iteracién rapida con control de pardametros reproducible,
acelerando resultados listos para publicacion.

Investigacion de materiales
académicos

Actualizaciones opcionales / Nucleo de
rendimiento

Observaciones

Especificacion Configuracion estandar

Prensa en caliente de vacio eléctrica accionada por

Modelo XP22 = A
servo de precision
Tipo de accionamiento Servo-eléctrico puro, sin aceite — Elimina la contaminacién por fluido hidraulico
L. 0 - 5,0 Toneladas (0 - 50 kN) con matriz de L R
Fuerza méxima de R L. Resolucién de 0,01 Toneladas con compensacion
0 - 3,0 Toneladas (0 - 30 kN) electrodos de calentamiento rapido; . .
prensado inteligente de carga

0 - 10,0 Toneladas (0 - 100 kN) alta fuerza
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Especificacion

Resolucién de fuerza

Tamafio del plato

Luz del plato (Apertura)

Temperatura maxima de
funcionamiento

Método de calentamiento

Control de temperatura

Sistema de refrigeracion

Dimensiones del chasis
(AXPxH)

Estandar eléctrico

Caracteristicas de
seguridad

Kits de aplicacién
opcionales

Garantia y soporte

Configuracion estandar

0,01 Toneladas

180 x 180 mm

50 mm

Esténdar (no especificado, tipicamente
=200°C)

Calentadores independientes de doble plato
integrados

Pantalla tactil programable de 7 pulgadas,
perfilado de multiples segmentos

Canales de refrigeracién por agua
integrados

260 x 347 x 422 mm (disefio estrecho)

CA 220-230V, 50Hz, monofasico

Interbloqueos eléctricos activos de tres
niveles; certificado CE

Garantia de 12 meses (consumibles
excluidos)

Actualizaciones opcionales / Nucleo de
rendimiento

60 mm o 65 mm

Hasta 300 °C (con paquete de alta
temperatura)

Paquete opcional de alta temperatura

Compatible con enfriador de circuito cerrado
externo (p. ej., CW-3000)

300 x 300 x 420 mm (disefio clasico)

110V/60Hz (Norteamérica);
220V/60Hz (Corea)

KIT A: Herramientas de pelicula cuadrada de
100 um (+$300);

KIT B: molde de ldamina con ajuste de
separacion (+$300);

KIT C: enfriador de agua industrial CW-3000

NI NTENK

Solution for researching

Observaciones

Compensacion inteligente de micro-pasos para
carga de precisiéon

Platos de acero para troqueles de alta rigidez

Admite moldes mas gruesos o ensamblajes de
multiples capas

Adecuado para fusién de polimeros, sinterizado de
cerdmica y recocido de metales

Canales de refrigeracién por agua integrados para
enfriamiento répido

Interfaz Aura-Touch™; visualizacién de curvas en
tiempo real, almacenamiento de recetas

Caracteristica estandar para enfriamiento de
platos y proteccién de sellos

Chasis estrecho de 2025 frente al clasico de 2024;
peso neto 130 kg frente a 100 kg

Todas las configuraciones utilizan energia
monofasica de laboratorio estandar

Cumplimiento total con las directrices de
seguridad internacionales

Integracién perfecta con platos de 180x180 mm

Consulta técnica gratuita de por vida y suministro
de repuestos
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Prensa De Calor Al Vacio Automatica De 60 Toneladas Para

Consolidacion De Materiales De Alta Densidad

Numero de articulo: XP19

Introduccion

La prensa de calor al vacio automatica de 60
toneladas de KINTEK logra una compactacién de
precision de 305,6 MPa hasta 500°C con molde
de Carburo de Tungsteno, entregando una
consolidacion libre de poros. Ideal para
pulvimetalurgia e investigaciéon de baterias bajo
vacio de -0,1 MPa. Garantiza la seguridad con
triple enclavamiento.

Aprende més

Termoplasticos de Alto Rendimiento

Pulvimetalurgia y Metales Duros

Unién por Difusién / Soldadura por
Difusién

Electrodos de Bateria y Electrolitos
de Estado Sélido

Cerémicas Funcionales

Compuestos de Matriz Metdlica
(MMC)

Blancos de Pulverizacién Catddica y
Precursores de Pelicula Delgada

Compuestos Carbono-Carbono

Postprocesamiento de Fabricacion
Aditiva (AM)

Prensado en caliente al vacio de peliculas o polvos de PEEK,
PEI, PPS y PI para eliminar micro-burbujas y poros.

Sinterizacion a ultra alta presiéon de WC-Co, boruros y
cermets para lograr alta densidad en verde.

Unién en estado sélido de metales disimiles (Cu/Al,
acero/cerémica) bajo alta presién y temperatura sin
material de aporte.

Densificacién de LLZO, LATP y capas compuestas de
catodo/electrolito para baterias de estado sdlido.

Sinterizacién de polvos piezoeléctricos (PZT), dieléctricos
(BaTiOs) y ferritas bajo vacio para mantener la
estequiometria y pureza.

Infiltracién y prensado en caliente de matrices de aluminio
o titanio reforzadas con fibras de SiC, Al20s o carbono.

Consolidacién de polvos de metal u 6xido de alta pureza en
blancos para deposicion fisica de vapor (PVD).

Prensado en caliente al vacio de preformas de fibra de
carbono con matriz de brea o resina para crear compuestos
C/C de alta densidad.

Densificacién de piezas de metal o ceramica fabricadas
aditivamente para eliminar porosidad interna.

Produce componentes poliméricos completamente densos con resistencia
quimica, resistencia mecanica y estabilidad térmica superiores para
implantes médicos y aeroespaciales.

Piezas de densidad casi tedrica con dureza excepcional, resistencia al
desgaste y estructura de grano fino, ideales para herramientas de corte y
piezas de desgaste.

Crea juntas libres de poros y de alta resistencia con interfaces pristinas,
esenciales para microelectrénica, ensamblajes dpticos y componentes de
reactores nucleares.

Mejora la conductividad idnica y la integridad mecénica al eliminar poros
interfaciales, un requisito critico para el rendimiento y seguridad de
baterias de préxima generacion.

Maximiza las propiedades electromecénicas al lograr densidad completa
sin contaminantes orgénicos o porosidad, vital para sensores y actuadores
avanzados.

Distribucién uniforme de particulas y consolidacién completa, mejorando la
resistencia especifica, rigidez y conductividad térmica para aplicaciones
estructurales ligeras.

Logra densidad completa y estructura de grano fino, asegurando
deposicién uniforme de pelicula delgada y mayor vida Util del blanco en
fabricacién de semiconductores.

Logra densificacién uniforme con propiedades térmicas y mecénicas
excepcionales para aplicaciones aeroespaciales, de frenado y gestion
térmica.

Transforma prototipos AM de baja densidad en componentes funcionales y
completamente densos con mejor vida a la fatiga, resistencia y acabado
superficial.

Numero de Modelo

Fuerza Maxima

XP19

=< 60,0 Toneladas (aprox. 600 kN), control automatico
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Parametro Especificacion

Presién Activa (en molde de 50 mm) ~305,6 MPa

Material del Molde Carburo de Tungsteno (WC)

Dimensiones del Molde Didmetro: ® 50 mm, Altura de llenado: 15 mm

Rango de Temperatura TA a 500°C, PID programable

Nivel de Vacio = -0,1 MPa (vacio mecéanico)

Sistema de Enfriamiento Circulacién de agua en circuito cerrado (enfriador externo)
Fuente de Alimentacién AC 220 V / 50 Hz, monofasica

Certificacion Certificado CE

Mecanismo de
Enclavamiento

Légica de Proteccion Valor de Seguridad en Laboratorio

Deteccién de Limite de La apertura de la puerta frontal activa el interruptor de limite, Previene el contacto accidental con la zona caliente/presurizada, evitando
Puerta cortando la calefaccién y presurizacion al instante. quemaduras o lesiones por aplastamiento.
Corte por Sobrecarga de Sensor de precision detecta sobrecarga >60 T; se abre la valvula de Protege el molde de Carburo de Tungsteno de fallas catastréficas debido a
Presion alivio principal y suena una alarma. sobrepresion.

Monitoreo de temperatura de doble redundancia; corte de energia si Elimina el riesgo de fuga térmica, preservando la integridad de la cdmara

Fusible de Fuga Térmica
J la temperatura excede 500°C. de vacio y la muestra.
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Prensa Caliente Al Vacio De 200 Toneladas Con Gas Inerte

Numero de articulo: XP29

Introduccion

Prensa caliente al vacio industrial de 200
toneladas con platos calefactores de 400x400
mm, control PLC, purga con gas inerte y vacio
profundo para laminacién, unién y curacién
uniformes de grandes superficies en
aplicaciones de investigacion de baterias y
materiales avanzados. Ingenieria de precisién
para resultados consistentes y repetibles.

Aprende méas

BenefiCio CIave

Laminacién de Polimeros de
Gran Formato y FPC

Unién de Semiconductores y
Objetivos

Ensamblaje de Baterias de
Celda de Bolsa

Curacién de Cerdmicas
Avanzadas y Compuestos

Densificacién de Laminas de
Grafito

Investigacion y Desarrollo de
Materiales

Elimina las burbujas de aire atrapadas y garantiza una unién
sin defectos, mejorando la durabilidad y el rendimiento
eléctrico.

Laminacion sin huecos de laminas poliméricas de gran area, Circuitos Impresos
Flexibles (FPC) multicapa y paneles compuestos avanzados bajo vacio continuo.

Unién térmica al vacio de bajo perfil de obleas de gran didmetro, mddulos
multichip y sustratos que requieren una uniformidad precisa de temperatura y
presion.

Logra un contacto interfacial uniforme y minimiza el estrés
mecénico, preservando microestructuras delicadas.

Prensado plano de precisién de electrodos de baterias de celda de bolsa
grandes y capas de separador para optimizar el contacto electroquimico y el
transporte de iones.

Aumenta la densidad de energia y la vida util del ciclo al
crear interfaces de electrodo homogéneas.

Reduce la porosidad y mejora la densificacion,
incrementando la resistencia mecéanica y la estabilidad
térmica.

Curacidn y consolidacion asistida por vacio de compuestos de matriz de resina
0 matriz cerdmica a temperaturas de hasta 250 °C.

Logra una alta conductividad térmica en el plano y un grosor
uniforme para una difusion efectiva del calor.

Aplanado y densificaciéon de peliculas de grafito flexible para materiales de
interfaz térmica utilizados en refrigeracion de electrdnica.

Procesamiento de polimeros experimentales, compuestos y recubrimientos bajo

B o . ) Proporciona un control ambiental preciso para
atmésferas controladas de vacio/inertes para estudiar las relaciones estructura-

investigaciones cientificas reproducibles de alta fidelidad.

propiedad.
_
Modelo XP29 Prensa caliente al vacio y con gas inerte

Presién méxima de trabajo
Sensor de presion
Dimensiones del plato
Temperatura maxima del plato
Potencia de calefaccion

Altura de apertura del plato
Bomba de vacio

Nivel de vacio maximo
Atmésfera de trabajo

Puerto de purga

= 200 Toneladas (2.000 kN)

Células de carga

400 mm x 400 mm

=250 °C

=6 kw

60 mm

Bomba de vacio mecénica de paletas rotativas
=< 10 Pa (aprox. 0,1 mbar)

Nitrégeno (Nz) / Argén (Ar)

1/4" NPT

Gestionada por sistema de control PLC de Siemens
Monitoreo de fuerza real en tiempo real

Platos calefactores duales de gran area

Control programable por pantalla tactil

Elementos calefactores simétricos

Disefiado para ldminas, laminados y peliculas delgadas
Inclusién estandar (sellada con aceite)

Rango de vacio profundo de medio a bajo

Compatible con ciclo de vacio y purga

Equipado con valvula de bola de vacio manual
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_

Ventana de observacién Vidrio resistente a altas temperaturas Para visualizacién de la muestra in situ

Sistema de control PLC Siemens con HMI de pantalla tactil Admite programacion de recetas de mdltiples segmentos
Suministro eléctrico AC 220V / 50Hz (Monofésico) Requiere disyuntor dedicado minimo de 32A
Certificacion de seguridad Cumple con normativa CE Cddigo HS: 8474802000
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Prensa Caliente Al Vacio De 30 Toneladas Y 350X350 Mm Para
Investigacion De Baterias Y Procesamiento De Materiales

Numero de articulo: XP27

Procesamiento de electrolitos para

baterfas de estado sélido

Ensamblaje de electrodos de
membrana (MEA) para pilas de
combustible

Laminacion de peliculas
poliméricas y circuitos flexibles

Compactacién de polvos
cerdmicos y metdlicos

Conformado de paneles de
polimero reforzado con fibra de
carbono (PRFC)

Unién por termocompresién de
obleas y sensores

Produccion de objetivos de
sputtering

Investigacion de materiales de
gradiente funcional (FGM)

M

= Introduccién
——

-

2

avanzados.

Aprende méas

densificacién de capas de electrolito sélido de sulfuro u 6xido entre catodo y
4nodo bajo vacio, evitando la absorcién de humedad y logrando una alta
conductividad i6nica.

Prensado en caliente de membranas recubiertas de catalizador con capas de
difusién de gas a temperatura y presién controladas con precisién para producir
ensamblajes de electrodos uniformes para pilas de combustible PEM.

Apilamiento multicapa de peliculas poliméricas, adhesivos y ldminas de cobre
para circuitos impresos flexibles (FPC) y ldminas compuestas, usando perfiles
personalizados de temperatura y presién.

Prensado de polvos cerdmicos o metdlicos en preformas planas antes de la
sinterizacién a alta temperatura, logrando una alta densidad en verde y un
empaquetamiento de particulas uniforme.

Consolidacién de capas de prepreg de fibra de carbono en paneles gruesos o
delgados para investigacién aeronautica y automotriz, usando vacio para eliminar
bolsas de aire.

Unién de obleas de silicio, vidrio o sensores de pelicula delgada con adhesivos
termoplasticos en un entorno de vacio para evitar defectos de burbujas.

Prensado en caliente de polvos ceramicos o metalicos en objetivos de sputtering
densos bajo vacio para eliminar éxidos y reducir la porosidad.

Prensado secuencial de multiples capas de polvo con composiciones diferentes
para crear gradientes en propiedades térmicas o eléctricas para aplicaciones
avanzadas.

Prensa caliente al vacio de laboratorio de 30
toneladas con area de trabajo de 350350 mm,
temperatura maxima de 300 °C, calefaccién
multizona, control de presiéon preciso de =0,1T,
refrigeracién por agua de doble circuito y
automatizacioén por PLC. Ideal para
investigacion de baterias, procesamiento de
electrolitos sélidos, sinterizacidon de ceramicay
fabricacién de materiales compuestos

Descripciéon Beneficio principal

Densidad uniforme con una resistencia interfacial
minima, fundamental para el rendimiento de baterias
de préxima generacidn.

Unién mejorada y grosor constante en MEA de gran
area, mejorando la eficiencia y la vida Util de la pila de
combustible.

Laminacién sin huecos con excelente fuerza de pelado
y estabilidad dimensional.

Mejor densidad final sinterizada y propiedades
mecanicas con menor tiempo de postprocesamiento.

Adhesidn fibra-matriz superior y grosor constante, que
permite la creacién de prototipos estructurales ligeros.

Uniones de alta calidad sin burbujas, esenciales para la
fiabilidad de microelectrénica y dispositivos MEMS.

Materiales objetivo con densidad y composicién
uniformes, aumentando la calidad de deposicion de
peliculas y la utilizacién del objetivo.

Control preciso del grosor de capa y la composicién,
que permite explorar nuevas arquitecturas de
materiales.

Configuracidn esténdar Actualizaclones opcionales y personalizadas

Presién de trabajo

Precisién de control de

30 toneladas (300 kN) -

+0,1 toneladas -

presion

Sistema hidraulico con vélvula de alivio de
sobrepresion

Retroalimentacion de sensor de circuito cerrado,
mantenimiento automatico de presion
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Parametro Configuracion estandar Actualizaciones opcionales y personalizadas Observaciones

Método de control de
presion

Tamafio efectivo de
plato (An x Pr)

Altura de apertura de
plato

Temperatura maxima de
trabajo

Potencia de calefaccién

Controlador de
temperatura

Método de refrigeracién

Médulo de refrigeracién
opcional

Material de cdmara de
vacio

Atmosfera de trabajo

Nivel de vacio final

Configuracién de bomba
de vacio

Fuente de alimentacion
estandar

Cumplimiento normativo

Programable por pantalla tactil
PLC

350 x 350 mm

50 mm

300 °C

9 000 W (9 kW)

PLC con pantalla téctil a color de 7
pulgadas

Refrigeracion por agua interna de
doble circuito

Agua refrigerada suministrada por
el usuario (=25 °C)

Acero inoxidable SUS 304

Nitrégeno (N2) / Argén (Ar)

< -0,1 MPa

Bomba mecénica de paletas
rotativas de dos etapas

CA trifasica 380V / 50Hz

Certificado de seguridad CE

80 mm / 100 mm (personalizado)

Enfriador de recirculacién de precisién de 2 HP

Otros gases no reactivos

CA monofasica 220V / 50Hz (personalizado, requiere
disyuntor =50A, cable de cobre =6mm?)

NI NTENK
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Programacioén de presién de multiples pasos,
mantenimiento y liberaciéon automatica

Rectificado de superficie de alta precision, error de
paralelismo minimo

Aperturas mas grandes requieren un aumento de la
altura de la cdmara de vacio

No mantener 300 °C sin refrigeracidn por agua

Disposicién de elemento calefactor multizona en
matriz

Control de presidn integrado, soporte para
exportacién de datos

Conectores répidos G1/2”; requiere suministro de
agua refrigerada

Se recomienda enfriador para operacién de circuito
cerrado y ahorro de agua

Alta resistencia, resistente a la corrosién, baja tasa
de fugas

Valvulas de control de entrada de gas dobles y
valvula manual de ruptura de vacio

Dependiente de la velocidad de la bomba y el sellado
de las tuberias

Desplazamiento de bomba recomendado = 240
L/min

Se recomienda encarecidamente trifasica para
equilibrio de carga

Componentes eléctricos centrales con proteccion
contra sobrecarga
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Prensa Hidraulica Calentada De 30 Toneladas Para Sintesis
Avanzada De Polimeros, Investigacion De Baterias De Estado
Solido Y Densificacion De Ceramicas

Numero de articulo: XP10

Introduccion

La prensa calentada de 30 toneladas de KINTEK
ofrece una compactacién de alta presién
precisa con refrigeracién por agua integrada,
controles de temperatura programables y
compatibilidad con guantes de manipulacién
(glovebox) para investigacion de electrolitos de
estado soélido, polimeros y ceramicas.
Configuraciones Estandar (110 kg) y Pro (150
kg), con enfriador recirculante opcional para un
enfriamiento rapido.

Aprende méas
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Prensa Isostatica Caliente Para La Investigacion De Baterias De

Estado Sdlido Prensa Isostatica Caliente

Numero de articulo: PCIH

Rango de presion

Diametro del pistén

Proceso de presurizacion
Tiempo de mantenimiento
Conversion de la presién
Pantalla

Temperatura de
calentamiento

Presion isostética

Tamarfio de la cdmara
isostatica

Carrera del pistén (T)

Introduccion

Prensa isostéatica caliente KINTEK (WIP) para
laminacién de precisién en semiconductores y
baterias de estado sdélido. Certificacion ASME,
control de 50-100°C, capacidad de alta presién.
iMejore el rendimiento del material ahora!

Aprende méas

Modelo de aparato PCIH-20T PCIH-40T PCIH-60T PCIH-100T

0-20T 0-40T 0-60,0 toneladas 0-100 toneladas
130 mm (d) en cilindro de aceite 150mm (d) en cilindro de aceite 200mm (d) en cilindro de aceite 220 mm (d) en cilindro de aceite
cromado cromado cromado cromado

Programa de presurizacién - Programa de mantenimiento - Descarga de presién temporizada
1 segundo a 999 minutos 1 segundo a 999 minutos 1 segundo a 999 minutos 1 segundo a 999 minutos

El programa convierte automéaticamente la presién soportada por la muestra

Pantalla LCD de 7 pulgadas Pantalla LCD de 7 pulgadas Pantalla LCD de 7 pulgadas Pantalla LCD de 7 pulgadas
Temperatura ambiente-200,0C Temperatura ambiente-200,0C Temperatura ambiente-200,0C Temperatura ambiente-200,0C
300MPa 300MPa 300MPa 500MPa

®30x150mm(MxN) ®40x150mm(MxN) Ox50x150 (MxN) ®x50%x150 (MxN)

50mm 50mm 50mm 50mm
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